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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

CIRCUITS INTEGRES

748-11 © CEI

Onziéme partie: Spécification intermédiaire pour les circuits intégrés

a semiconducteurs a Pexclusion des circuits hybrides

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes
ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible

un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager l'unification internationale, la CEI exprime le veeu que tous les Comités nationaux adoptent dans
leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEI dans la mesure ou les conditions nationales le permettent.
Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la régle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible,

étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

PREFACE

La présente norme a été préparée par le Sous-Comité 47A: Circuits intégrés, et par le Comité d’Etudes

N° 47 de la CEI: Dispositifs a semiconducteurs.

Cette norme est une spécification intermédiaire pour les circuits intégrés a semiconducteurs, a I'’exclusion
des circuits hybrides, dans le domaine du Syst¢éme CEI d’assurance de la qualité des composants élec-

troniques (IECQ).

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Regle des Six mois Rapports de vote
47/47TA(BC)1037/176 47A(BC)196
47/47A(BC)1049/173 47A(BC)197

47A(BC)204 47A(BC)231
47A(BC)208 47A(BC)236

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote ayant

abouti a I'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de spéci-
fication dans le Systéme CEI d’assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES
INTEGRATED CIRCUITS

Part 11: Sectional specification for semiconductor integrated circuits
excluding hybrid circuits

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which ail the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus
of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text
of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the
IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by IEC Sub-Committee 47A: Integrated Circuits, and IEC Technical
Committee No. 47: Semiconductor Devices. ’

This standard is a sectional specification for semiconductor integrated circuits excluding hybrid circuits
in the field of the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months’ Rule Reports on Voting
47/47A(CO)1037/176 47A(CO)196
47/47A(C0O)1049/173 47A(C0O)197

47A(CO)204 47A(CO)231
47A(CO)208 47A(CO)236

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Reports
indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number in the
IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présente norme:

Publications N* 68: Essais d’environnement.
68-2-17 (1978): Deuxie¢me partie: Essais — Essai Q: Etanchéité.
191-2 (1966): Normalisation mécanique des dispositifs a semi-conducteurs.
Deuxi¢me partie: Dimensions.
191-4 (1987): Quatrieme partie: Systeme de codification et classification en formes
des boitiers pour dispositifs 4 semiconducteurs.
617-12 (1983): Symboles graphiques pour schémas, Douzieéme partie: Opérateurs
logiques binaires.
617-13 (1978): Treizieéme partie: Opérateurs analogiques.
747-1 (1983): Dispositifs a semiconducteurs. Dispositifs discrets et circuits intégrés,
Premiére partie: Généralités.
747-10 (1984): Dixiéme partie: Spécification générique pour les dispositifs discrets et
les circuits intégrés.
748: Dispositifs a semiconducteurs. Circuits intégrés.
748-1 (1984): Premiére partie: Généralités. (Voir note)
748-2 (1985): Deuxiéme partie: Circuits intégrés digitaux.
748-3 (1986): Troisieme partie: Circuits intégrés analogiques.
748-4 (1987): Quatrieme partie: Circuits intégrés d’interface.
749 (1984): Dispositifs a semiconducteurs. Essais mécaniques et climatiques.
QC 001002 (1986): Regles de procédure du Systéme CEI d’assurance de la qualité des composants
électroniques (IECQ).

NOTE - La Publication 748-1 a été modifiée par les documents 47(BC)207 et 238. Ces documents annulent et remplacent
Particle 2 du chapitre VI (de I'édition 1984) et introduit le nouvel article 10 de ce méme chapitre.
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The following 1EC publications are quoted in this standard:

Publications Nos. 68: Environmental testing.
68-2-17 (1978): Part 2: Tests — Test Q: Sealing.
191-2 (1966): Mechanical standardization of semiconductor devices, Part 2: Dimensions.
191-4 (1987): Part 4: Coding system and classification into forms of package outlines
for semiconductor devices.
617-12 (1983): Graphical symbols for diagrams, Part 12: Binary logic elements.
617-13 (1978): Part 13: Analogue elements.
747-1 (1983): Semiconductor devices. Discrete devices and integrated circuits,
Part 1: General.
747-10 (1984): Part 10: Generic specification for discrete devices and integrated circuits.
748: Semiconductor devices. Integrated circuits.
748-1 (1984): Part 1: General. (See note)
748-2 (1985): Part 2: Digital integrated circuits.
748-3 (1986): Part 3: Analogue integrated circuits.
748-4 (1987): Part 4: Interface integrated circuits.
749 (1984): Semiconductor devices. Mechanical and climatic test methods.
QC 001002 (1986): Rules of Procedure of the IEC Quality Assessment System for Electronic
Components (IECQ).

NOTE - IEC Publication 748-1 has been amended by documents 47(C0)207 and 238. These documents supersede clause 2 in
Chapter VI (1984 edition) and add a new clause 10 to the same chapter.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
CIRCUITS INTEGRES

Onziéme partie: Spécification intermédiaire pour les circuits intégrés
a semiconducteurs a exclusion des circuits hybrides

1.  Domaine d’application

La présente spécification intermédiaire s’applique aux circuits intégrés a semiconducteurs en boitier, y
compris les circuits intégrés polylithiques, mais & ’exclusion des circuits hybrides.

2. Généralités
Cette spécification doit étre lue conjointement avec la spécification générique a laquelle elle se référe;
elle donne des détails sur les procédures d’assurance de la qualité, les exigences de contrdle, les séquences

de sélection, les exigences pour les préléevements, les essais et les mesures exigés pour tous les circuits
intégrés a semiconducteurs, comprenant les circuits digitaux, analogiques et d’interface.

Au lieu de la procédure d’homologation, on peut utiliser la procédure d’agrément de savoir-faire (voir
les régles de procédure de la Publication QC 001002 de la CEI, paragraphe 11.7, mais les procédures
d’agrément de savoir-faire pour les circuits intégrés sont actuellement a 1’étude) pour tous les dispositifs
fabriqués selon un procédé défini.

11 est possible d’appliquer en outre les régles de contréle de la conformité de la qualité (voir paragraphe
3.6 de la Publication 747-10 de la CEI et articles 5 a 9 de la présente spécification) pour chaque modele
ou groupe de modeles produits selon ce procédé, si cela est exigé et réalisable techniquement.

Toutes les exigences de cette spécification demeurent valables, tant qu’elles ne seront pas modifiées par
le nouvel article «Procédure d’agrément de savoir-faire» (a 1’étude).

2.1  Documents applicables
Publication 747-10/QC 700000 (1984) de 1a CEIL

2.2 Valeurs recommandées de températures
Voir la Publication 748-1 de la CEI, chapitre VI, article 5.

2.3 Valeurs recommandées des tensions
Voir la Publication 748-1 de la CEI, chapitre VI, article 6.

2.4 Définitions relatives aux opérations de fabrication

2.4.1 Ligne de fabrication
Une ligne de fabrication est définie comme un ensemble unique d’opérations de fabrication comprenant
une ou plusieurs des phases de fabrication suivantes:

1) diffusion;

2) préparation des pastilles;

3) assemblage;

4) finition et mesures électriques finales;

5) sélection (si applicable).

NOTE - Les procédures d’assurance de la qualité ne sont pas comprises dans ces phases.
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SEMICONDUCTOR DEVICES
INTEGRATED CIRCUITS

Part 11: Sectional specification for semiconductor integrated circuits
excluding hybrid circuits

1. Scope

This sectional specification applies to encapsulated semiconductor integrated circuits, including multi-
chip integrated circuits, but excluding hybrid circuits.

2. General

This specification shall be read together with the generic specification to which it refers and it gives details
on the Quality Assessment Procedures, the inspection requirements, screening sequences, sampling
requirements, and test and measurement procedures required for the assessment of semiconductor
integrated circuits, including digital, analogue and interface circuits.

Instead of the Qualification Approval Procedure, it is allowed to apply the Capability Approval Proce-
dure (see IEC Publication QC 001002, Rules of Procedure, Subclause 11.7; but at present, Capability
Approval Procedures for integrated circuits are under consideration) for all devices manufactured in a
defined process.

Additional application of the Quality Conformance Inspection rules (see IEC Publication 747-10, Sub-
clause 3.6, and this specification, Clauses 5 to 9) is possible for any type or group of types, produced in
that process, if required and technically feasible.

All the requirements of this specification remain valid, unless modified by the requirements set out in
the new clause: “Capability Approval Procedure” (under consideration).

2.1 Related documents
IEC Publication 747-10/QC 700000 (1984).

2.2 Recommended values of temperatures
See IEC Publication 748-1, Chapter VI, Clause 5.

2.3 Recommended values of voltages
See IEC Publication 748-1, Chapter VI, Clause 6.

2.4 Definitions related to manufacturing operations

2.4.1 Production line
A production line is defined as a single set of process operations including one or several of the following
manufacturing phases:

1) diffusion;

2) preparation of dice;

3) assembly;

4) finishing and final electrical measurements;

5) screening (if applicable).

NOTE - Quality assessment procedures are not included in these phases.
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